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,Navrhové systémy v elektronike”

1. Charakterizujte oznacenie ,CAD“. Objasnite a vysvetlite skratky CAE, CAM, CAD, EDA. Uvedte priklady.
2. OpiSte hlavné kritéria pre navrh dosiek ploSnych spojov (vyroba, osadenie DPS). Vysvetlite pojem
,trieda presnosti“.

Charakterizujte obmedzenia navrhu topoldgie DPS (z pohladu vyroby a z pohladu osadzovania DPS).
Charakterizujte: netlist subor, gerber subor, ncdrill sibor. Pri akej ¢innosti sa vyuzivaju.

5. Vysvetlite vyznam blokovacich kondenzatorov pri ndvrhu topolégie DPS.
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»Vyrobné procesy v elektronike”

1. DPS: druhy, typy a vlastnosti, materiadly pre tuhé a flexibilné dosky, pomocné materidly - povrchové
Upravy, vodivé félie.

2. Zakladné vyrobné procesy technologického spracovania a vyroby DPS.

3. Spajkovanie v elektronike: Materidly pouZivané pre tvorbu spojov v elektronike, spajkovacia pasta,
tavidld. Intermetalické zlUi&eniny.

4. Technoldgie vytvarania spojov: flow a reflow postupy, postupy nandsania spdjkovacich past, masky,

postupy osadzovania DPS, poruchy spojov, lepené spoje, kvalita a spolahlivost spojov.

Postupy spracovania hrubych vrstiev (sietotlacové technolégie, vypal, .....), LTCC technoldgie.

Materialy pre hrubé vrstvy. Zakladné fyzikalne a reologické vlastnosti past.

Keramické materialy pouZivané v elektronike.

Topoldgia hybridnych Struktur. Navrh HV rezistorov.

Teplotné polia v hybridnych Struktudrach, metédy odvodu tepla.

10 Technoldgie 3D integracie systémov.

11. MEMS technoldgie.

12. Technoldgie povrchovej montaze.
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»Technoldgie vyroby senzorov” a ,, Technika mikrosystémov“

=

Zakladné parametre senzorov, statické a dynamické charakteristiky.
Materialy pre hrubovrstvové senzory, spolahlivost a stabilita senzorov.
Zakladné Struktury senzorov a multisenzorov.

Teplotné senzory, tlakové senzory, biosenzory - rozdelenie a vlastnosti.
Senzory pre snimanie chemického zloZenia.

Senzory pre automobilovu elektroniku.

Teplotna zavislost elektrickej konduktivity primesovych polovodicov.
Transportne javy v polovodic¢och - difizny a driftovy prad.

Priechod p - n, zdkladné vztahy, difuzne napétie.

10 Fermiho energia, Schottkyho inverzna vrstva ako vychodisko pre konstrukciu unipolarnych Struktar.
11. Elektronické prvky v monolitickych obvodoch.

WoONOUAEWN

KoSice 22.2. 2017
prof. Ing. Alena Pietrikovad, CSc.
veduca katedry



http://web.tuke.sk/fei-kte/

